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Sposób wytwarzania podłoża ceramiczno-metalowego,
zwłaszcza do elementów elektronicznych

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania podłoża ceramiczno-metalowego, zwłaszcza do elemen¬
tów elektronicznych, metodą natryskiwania plazmowego.

Znane podłoża wytwarza się przez nanoszenie na płytki metalowe lakierów, na przykład fenolowych.
Podłoża wytwarza się również przez nanoszenie metodą natryskiwania plazmowego mieszanin zawierających
tlenki glinu lub tytaniany.

Podłoża lakierowe ulegają zniszczeniu w temperaturze 200°C, co ogranicza ich stosowanie jedynie do
nanoszenia na nie elementów elektronicznych nie wymagających wyższych temperatur obróbki termicznej.
Ponadto znane podłoża są nietrwałe i posiadają małą odporność na przebicie.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie tych niedogodności, a zagadnieniem technicznym do rozwiązania
jest opracowanie składu jakościowo-ilościowego podłoża izolacyjnego.

Stwierdzono, że jeśli na podłoże metalowe, uprzednio przygotowane na drodze obróbki strumieniowo-cier-
nej, rtaniesie się metodą natryskiwania plazmowego mieszaninę tlenku glinu lub tytanianów w ilości 90—99 części
ciężarowych i 1-10 części ciężarowych szkła beza I kalicznego, uniknie się wyżej wymienionych niedogodności.

Uzyskane sposobem według wynalazku podłoże do elementów elektronicznych posiada około czterokrot¬
nie większe napięcie przebicia w porównaniu z podłożem lakierowym. Jest odporne na działanie wysokich
temperatur rzędu 800°C występujących podczas obróbki termicznej elementów.

Wprowadzenie do mieszaniny przeznaczonej na podłoże szkła powoduje bardzo dobrą przyczepność
podłoża do płytek metalowych, a równocześnie zapewnia odprowadzenie ciepła wytwarzanego przez elementy
elektroniczne znajdujące się na płytkach.

Zalety te umożliwiają zastosowanie podłoża według wynalazku w technice grubowarstwowej, która
przewiduje nanoszenie elementów biernych w postaci past, a następnie ich obróbkę termiczną w temperaturze
około 800°C.

Przykładowe składy podłoża.
I tlenek aluminium - 96 części ciężarowych

szkło bezalkaliczne — 4 części ciężarowe
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II tlenek aluminium — 93 części ciężarowe
szkło bezalkaliczne — 7 części ciężarowych

111 tytanian baru — 96 części ciężarowych
szkło bezalkaliczne — 4 części ciężarowe
Mieszaninę proszków tlenku aluminium lub tytanianu baru i szkła bezalkalicznego nanosi się w postaci

plazmy o temperaturze około 10000°C pistoletem plazmotronowym na uprzednio oczyszczone płytki metalowe.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób wytwarzania podłoża ceramiczno-metalowego zwłaszcza do elementów elektronicznych, polegają¬
cy na naniesieniu na podstawę metalową metodą natryskiwania plazmowego, mieszaniny zawierającej tlenek glinu
lub tytaniany, znamienny tym, że na podstawę metalową nanosi się mieszaninę składającą się z 90—99
części ciężarowych tlenku glinu lub tytanianów i 1—10 części ciężarowych szkła bezalkalicznego.
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